




















































































专利名称(译) 用于封装芯片上超声波的方法和设备

公开(公告)号 US20190231312A1 公开(公告)日 2019-08-01

申请号 US16/260242 申请日 2019-01-29

[标]申请(专利权)人(译) FIFE KEITH摹
刘建伟
贝茨安得烈

申请(专利权)人(译) FIFE，KEITH G.
刘，健胃

当前申请(专利权)人(译) 蝶形网络，INC.

[标]发明人 FIFE KEITH G
LIU JIANWEI

发明人 FIFE, KEITH G.
LIU, JIANWEI
BETTS, ANDREW

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4483 A61B8/54 A61B8/56 H01L27/20

优先权 62/623948 2018-01-30 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本文描述的本公开的各方面涉及封装芯片上超声波。在一些实施例中，
一种装置包括具有穿硅通孔（TSV）的芯片上超声和耦合到芯片上超声
并且包括通孔的内插器，其中所述芯片上的超声波耦合到内插器，使得
芯片上超声波中的TSV电连接到内插器中的通孔。在一些实施例中，一
种装置包括具有接合垫的芯片上超声，具有接合垫并且耦合到芯片上超
声的内插器，以及从超声上的接合垫延伸的引线键合 - 片上到内插器上
的键合焊盘。
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